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(54) Tide: METHOD FOR MAKING SMART CARDS. AND RESULTING CARDS 

(54) Titre: PROCEDE DE REALISATION DE CARTES A MEMOIR E ET CARTES AINSI OBTENUES 

(57) Abstract 

A method for making 
cards with an electronic 
module is disclosed. The 
method comprises (he steps 
of providing a card body 
(1) having a cavity (3, 4), 
an electronic module (5) 
shaped to fit said cavity, and 
a cyanoacrylate adhesive, 
depositing said adhesive 
in said cavity, inserting 
said module into the cavity 
in a substantially centred 
position, and pressing said 
adhesive between the card 
and the module. According 

to the method, said adhesive ; 
is deposited in an amount 

sufficient to cover an adhesion surface constituting 50-100 % of the surface of said cavity, after pressing, at a temperature of 15-30 °C 
and at a humidity level of 50-75 %. The cards produced by carrying out the method are also disclosed. 

(57) Abreg£ 

La presente invention conceme un proce<16 de realisation de cartes a module electronique du type consistant a foumir un corps de 
carte (I) muni d'une cavite* (3, 4), un module electronique (5) de dimensions corrcspondant a ladite cavtte*. une colle de type cyanocrylate, 
et comportant des 6tapes selon lesquelles on depose ladite colle dans ladite cavite\ on insere ledit module dans la cavite* dans une position 
sensiblement centree et on pressc ladiie colle entre la carte et le module. II ess raractdrise" en ce que ladite colle est dlposee en une 
quantite permettant de couvrir une surf; ce de collage comprise entre 50 et 100 % ia surface de ladite cavite", apres prcssage, et sous une 
temperature comprise entre 15 et 30 0 ' t Mn t.iu.x hygromdtrique compris entre 9. c: 75 %. L'invention conceme egalemenTies cartes 
obtenues par la mise en oeuvre du pi. v. v. \ f / 
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Precede de realisation de cartes d memoire et cartes ainsi obtenues. 

La presente invention conceme un procede de realisation de cartes 
a memoire, du type constitue d'un corps de carte et d'un module 
5 electronique, et des cartes obtenues par la mise en oeuvre du procede. 

Parmi les proc&tes existants, on connait un procede qui consiste a 
fournir un corps de carte comportant une cavite, un module electronique 
comportant principalement des plages de contact et une pastille semi- 
conductrice contenant un circuit integre, et ci fixer le module electronique 

10 dans ladite cavite a t'aide de moyens de collage tels qu'une colle 
cyanocrylate. En general, I'operation de collage comprend une operation 
pr6alable de depose de la colle, une operation tfinsertion du module dans la 
cavite et une operation de pressage pendant un temps predetermine. 

Toutefois, la mise en oeuvre pratique d'un tel proc6d6, 

15 communement appele encartage, a une echelle industrielle automatisee 
necessitant des operations distinctes cadencies effectives a differents 
postes ainsi que des transferts de cartes d'un poste £ ('autre a un rythme 
eleve, de Tordre de quelques milliers de cartes a I'heure, est source de 
divers problemes qui influent sur la qualite du produit final. 

20 En particulier, il a ete constate que les cartes obtenues par collage 

en suivant les operations exposees ci-dessus presentaient souvent des 
ddfauts majeurs. 

Parmi ces defauts, on trouve principalement des d6fauts de centrage 
du module dans la cavite. En effet, malgre une insertion correctement 

25 centree du module dans la cavite, ii a ete constate que des modules etaient 
decentres en fin de collage, e'est a dire qu'il se retrouvaient decales par 
rapport a la position initiate d'insertion. Les decalages types constates se 
traduisent soit par line I6gere rotation, soit par une translation, soil les deux 
a la fois a I'interieur de la cavite, soit dans des cas extremes en dehors de la 

30 cavite avec un chevauchement d'un bord des plages de contact sur la 
surface du corps ds c- vle. 
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II a 6t6 trouve que le decentrage resulte notamment de forces 
engendrees sur la carte au cours de son deplacement d'un poste a un autre, 
notamment des forces brutales d'acceleration ou de deceleration 
engendrees respectivement par le depart du poste d'insertion et I'arrSt de la 

5 carte au poste de pressage. 

Le decentrage peut egalement resulter de contraintes residuelles 
presentes dans le module qui tendent a lui donner une legdre incurvation 
vers le haut. Dans ce cas, le module risque de sortir de la cavite a chaque 
accel6ration ou d6celeration ckiessus. 

10 On trouve egalement des defauts relatifs a une mauvaise adherence 

du module sur le corps de carte. Dans de telles situations, la carte ne peut 
satisfaire a des criteres de resistance mecanique en flexion /torsion ou a 
Tarrachement imposes par les normes en vigueur (ISO, AFNOR). 

II est done n£cessaire de resoudre ces problemes sans diminuer les 

15 cadences de production. 

La presente invention a pour objectif de proposer un proced§ de 
collage de module electronique dans le corps de carte qui puisse etre 
compatible avec une production industrielle automatisee et cadencee a un 
rythme tres eleve, sans pour autant engendrer des defauts, soit de centrage 

20 du module, soit d'adherence. 

A cet effet, la presente invention a pour objet un procede de 
realisation de cartes a module electronique du type consistant a fournir un 
corps de carte muni d'une cavite, un module electronique de dimensions 
correspondant a ladite cavite, une colle de type cyanocrylate, et comprenant 

25 des etapes selon lesquelles on depose lesdits moyens de collage dans ladite 
cavite, on insere ledit module dans la cavite dans une position sensiblement 
centree et on presse ladite colle entre la carte et le module. 

Le procede est caracterise en ce que ladite colle est deposee en une 
quantite permettant de couvrir une surface de collage comprise entre 50 et 

30 100 % de la surface de ladite cavite, apres pressage, et sous une 
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temperature comprise entre 15 a 30°C et un taux hygrometrique compris 
entre 50 et 75%. 

Gr^ce a ces dispositions, le procede est defini sur le plan des 
conditions ambiantes susceptibtes d'dtre compatibles avec une mise en 
5 oeuvre industrielle cadencee a un rythme eleve. On evite notamment des 
ddfauts de mauvaise adherence de la colle et des risques tfencrassage des 
moyens de dispense, et des risques d'electricite statique expliques 
ulterieurement. 

La quantite de colle permet de repondre, a Texigence d'avoir une 
io surface d'adherence suffisante pour satisfaire aux criteres de resistance 
mecaniques vises precedemment, et a I'exigence de maintenir suffisamment 
le module d rencontre de forces tendant a le decentrer pendant son transfert 
ou jusqu'S ce que la colle sort pressee. 

De meilleurs resultats peuvent etre obtenus lorsque la surface ci- 
15 dessus est comprise entre 60 et 80%, la temperature entre 18 et 24°C et le 
taux hygrometrique entre 50 et 75%. 

Qn peut am6liorer la quality de collage tout en assurant un niveau 
satisfaisant de maintien du module lorsque la surface ci-dessus est egale a 
environ 70 %, la temperature a environ 20°C et le taux hygrometrique egal a 
20 environ 55%. Dans ces conditions, la colle retenue possede un temps 
d'ouverture egal a environ 60 secondes. 

Selon une autre caracteristique, le procede comprend une etape 
supplemental selon laquelle, on mouille la surface inferieure du module 
avec de I'alcool prealablement a son insertion dans ladite cavity. 
25 L'objet de cette caracteristique est de cr6er arlificiellement des 

points d'accrochage de la colle cyanocrylate au module, ce qui permet £ la 
colle de mieux maintenir le module en position centree pendant son transfert 
d'un poste a un autre a cadence §levee. 

Selon une autre caracteristique, I'insertion du module s'effectue en 
30 un laps de temps compris entre 300 et 600 m.s. 
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Ce laps de temps permet a la code de creer encore plus de points 
d'accrochage a la surface interieure du module qui vont mieux le maintenir 
en position centime pendant son transfert. En operant de cette maniere, le 
proc6d6 de invention permet un d6pdt de la code a des cadences tres 
5 elev6es parfaitement contrdlees. 

Selon une autre caracteristique prSferee, on depose la code sous 
forme d'au moins cinq points de colle, un point central constitue par une 
goutte de poids compris entre 0,002 et 0,004 gramme, et quatre points 
lateraux, chaque point lateral 6tant constitue d'une goutte de poids compris 
10 entre 0,0005 et 0,0015 gramme. 

Ces valeurs permettent d'assurer un bon maintien du module 
pendant son transfert. En outre, il s'est avere plus rapide de deposer sous 
cette forme plutdt qu'une autre forme, par exemple un cordon de la meme 
quantity. Pour un maintien optimal ces valeurs sont respectivement egales d 
15 environ 0,003 et 0,001 gramme. 

Une meilleure qualite de collage est obtenue lorsque Ton depose les 
quatre points de colle lateraux apr§s le d6pdt du point central. 

Selon une autre caracteristique, le proc6de consiste a effectuer ledit 
pressage final £ I'aide de moyens presseurs exerpant une pression 
20 uniquement sur la peripherie des plages de contact. 

Grace a cette disposition, on peut exercer la pression necessaire 3 
I'obtention d'une epaisseur de colle donnee et creer une adherence du 
module de bonne qualite sans risquer d'introduire des contraintes de 
pression au niveau de la pastille semi-conductrice, qui pourraient 
25 I'endommager. 

La presente invention a egalement pour objet une carte a module 
electronique obtenue conformement au precede ci-dessus, 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaltront 
plus clairement & la lecture de la description qui va suivre de deux modes 
30 principaux de mise en oeuvre donnes a titre d'exemple uniquement. Ellle doit 
etre lue en reference aux dessins annexes sur lesquels : 
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- la figure 1 represents un corps de carte utilisable dans le procede 
de I'invention; 

- la figure 2 represente en coupe un module electronique utilisable 
dans le procede de ('invention; 

5 - la figure 3 represente une vue de dessus d'un film support de 

modules electroniques; 

- la figure 4 represente une vue sch6matique montrant I'agencement 
du module par rapport a la carte. 

- la figure 5 represente un schema d'une cavite vue de dessus avec 
io un trace pour le depot des points de colie; 

- la figure 6 represente les surfaces d'adherence des moyens de 
collage sur la cavite apres pressage; 

- les figures 7 a 1 1 represented les differentes etapes du procede, 
ou differents postes operatoires d'une installation; 

15 - la figure 1 2 represente des moyens de pressage; 

-la figures 13 represente une vue de dessus d'un example 
d'installation pour la mise en oeuvre du procede a cadence tres elevee. 

- la figure 14 represente les moyens de mouillage a I'alcool. 

20 Le procede de realisation de cartes a memoire necessite de fournir 

un corps de carte muni d'une cavite et un module Electronique de 
dimensions correspondent a ladite cavite. 

La figure 1 represente un exemple de corps de carte 1 utilisable par 
le proced§. II comprend une cavite 2 qui peut etre obtenue par moulage en 
25 m§me temps que le corps de carte ou par usinage. 

Les corps de carte de ce type sont nonmalisees par les normes ISO 
ou AFNOR, et possedent par consequent des dimensions predeterminees. 

La cavite doit permettre de recevoir le module. Elle peut done avoir 
des formes variees selon le module retenu. Elle est constitute dans cet - 
30 exemple de deux evidements, un premier evidement 3 de forme generate 
rectangulaire deboL';hc?n; a la surface avant de la carte; et un deuxieme 
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evidement 4 de forme g6n6rale circulaire plus profond que le premier 
dispose au centre du rectangle et debouchant dans le fond du premier. Le 
deuxieme evidement a un diam6tre d de 8,2 mm et une hauteur h de 0,6 mm 
(figure 4). 

5 La matiere utilis6e, g6n6ralement le plastique, depend des 

applications. Ainsi par exemple, les cartes a memoire t6l6phoniques sont en 
ABS (acrylonitrile butadiene styrene), elles peuvent dtre aussi en PVC 
(chlorure de polyvinyle), ou sous forme feuilletee avec du polycarbonate 
(PC) par exemple en PC/ABS, ou en PC/PVC. 
io Dans r exemple, on a utilise une cavite conforme £ la norme ISO et 

de I'ABS pour la mattere du corps de carte. 

Le module 6lectronique 5 (figure 2 et 3) comporte generalement un 
film support 6a en mattere synthetique isolante, des plages de contact 7 en 
matdriau conducteur, une pastille de silicium 8 contenant un circuit integre, 
15 des fits de liaison 9 de la pastille aux plages de contact et une resine 
d'enrobage 10 recouvrant la pastille et les fils de liaison. 

Lenrobage, generalement en resine epoxy thermodurcissable, 
forme un bossage qui peut avoir des dimensions irreguli6res notamment en 
epaisseur. Dans le meilleur des cas, ce bossage peut etre arase par fraisage 
20 selon une cote plus pnfeise de maniere a faciliter I'operation de collage du 
module dans le corps de carte. De preference, invention vise a utiliser 
directement le bossage sans qu'il ait ete frais6. 

Le module (figures 2 et 3) peut etre de plusieurs types, par exemple 
du type dit «LFCC» (Lead Frame Centre Colle) avec un film support en 
25 polyimide, ou d'un type comportant un film support en epoxy. 

Dans Texemple, le module est du type LFCC et presente done une 
surface inferieure en polyimide. II est foumi a partir d'un film continu 6b 
(figure 3) et presente sur bobine. 

La cavit6 de la carte est destinee £ recevoir le module com me 
30 illustre schematiquement a la figure 4. Pour cela, I'evidement 4 correspond 
au bossage 10, tandis que Tevidement 3 correspond aux pia-jo? * e contact 5 
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avec un jeu necessaire d'assemblage (J). Ce jeu est tel qu'une simple 
rotation du module darts le plan de la carte ou une simple translation dans 
ce meme plan, est notable d I'oeil nu et constitue de ce fait un defaut de 
centrage. 

5 Selon I'invention, le precede consiste egalement a fournir une colle 

cyanocrylate. 

Elle peut etre de nature differente selon notamment la quantite 
d'acceterateur qu'elle comporte. De preference, pour assurer un bon collage 
la colle doit §tre aussi pure que possible et polymeriser le plus lentement 
10 possible. Par contre, il a ete trouve que la colle ne doit pas polymeriser trap 
ientement dans les conditions operatoires utilises si on souhaite accrocher 
le module et le maintenir en position centree. 

II a et§ constate que si la quantite etait trop importante, il y avait des 
risques de debordement. En outre, la colle ne maintenait pas suffisamment 
is le module en place pour son transfer! 

En consequence, aussi bien le type de colle cyanocrylate que la 
quantity et les conditions ambiantes operatoires ont ete determines pour 
maintenir le module en place dans une production industrielle a cadence 
elevee. 

20 Un bon compromis entre la capacity de la colle a maintenir le 

module en place et a resister aux efforts d'arrachement et de flexion/torsion 
a ete obtenu avec une colle qui presente un temps d'ouverture compris entre 
des valeurs egales a environ 30 et 60 secondes dans les conditions 
ambiantes et les quantities correspondant aux intervalles de valeurs les plus 

25 larges de I'exemple. Par definition, le temps d'ouverture d'une colle c'est le 
temps pendant lequel la colle peut encore adherer. Un compromis optimal 
pour toutes ces valeurs a 6t6 trouve avec une colle qui possede un temps 
d'ouverture egal a environ 30 secondes. Une telle colle cyanocrylate est 
disponible sous la marque « Henkel sret sous la reference 8400. 

30 Selon I'invention, le procede comporte des etapes selon lesquelles, 

la c ifle cyanocrylate est deposee danis la cavite, on insere le module dans la 
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cavite dans une position sensiblement centree et on maintient une pression 
tendant a rapprocher ledit module contre ladite carte pour presser la colle. 
Ces etapes seront decrites ulterieurement en detail dans un exemple de 
mise en oeuvre illustre aux figures 7 a 1 1. 

5 Conformement au procede de T invention, la colle cyanocrylate est 

deposee en une quantite permettant de couvrir une surface de collage 
comprise entre 50 et 100 % de la surface plane de ladite cavite apr&s 
pressage et sous une temperature comprise entre 15 et 30°C et un taux 
hygrometrique compris entre 50 et 75%. 

10 De meilleurs resultats ont 6te obtenus lorsqu'on utilise une surface 

de collage comprise entre 60 et 80 %, une temperature comprise entre 18 et 
24°C et un taux hygrometrique compris entre 50 et 75%. 

A la figure 6, on voit une cavite comportant les empreintes laissee 
par la colle apres pressage. L'etalement de la colle s'effectue de maniere 

15 que I'empreinte laissee par chaque point de colle lateral ddfinit une surface 
semi-circulaire 12c a 14c ayant une forme generate en U qui s'etend 
sensiblement radialement depuis la proximite du bord du deuxieme 
evidement 4 jusqu'a la proximite de Tangle delimite par le rectangle forme 
par le premier evidement, la base du U etant oriente vers Tangle. 

20 L'empreinte laissee par le point central est quant a elle une surface 
circulaire 11c. 

Ainsi, avec des surfaces de collage telles que definies par ces 
formes d'empreintes et avec les proportions ci-dessus, on obtient une 
adherence suffisante du module pour resister aux efforts imposes par les 

25 normes vis6es precedemment. 

Dans Texemple, on a utilise des valeurs pour un maintien satisfaisant 
du module et une qualite de collage optimale : la colle a ete deposee en une 
quantite qui a couvert 70 % de la surface de la cavite c'est a dire du 
rectangle de la figure 6, sous une temperature de 20 °C et une hygrometrie 

30 de 55 %. Le pressage est effectue de maniere a avoir une epaisseur de colle 
la plus fine. De bons resultats or -ite cbtenus avec une epaisseur apres 
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pressage comprise entre 0,01 et 0,03 mm. Dans fexemple on a obtenu une 
epaisseur de 0,02 mm. Pour ces valeurs precises, le temps d'ouverture de la 
colle est alors situe parmi les vateurs superieures de Tintervalle 30 a 60 
secondes, 60 secondes environ etant optimal. 

5 A I'inverse, on peut obtenir un maintien optimal du module et une 

qualite de collage satisfaisante en choisissant une colle cyanocrylate qui 
possede un temps tfouverture situe parmi les valeurs inf6rieures de 
I'intervalle 30 a 60 secondes, par exemple 30 secondes, les valeurs ci- 
dessus des autres parametres etant conservees. 

io En ce qui concerne la determination des conditions ambiantes ci- 

dessus, il a et6 constate qu'une temperature et une hygrometrie trop faibles 
conduisaient a une polymerisation trop lente de la colle et par consequent 
entrainaient des risques de decollage et de decentrage du module (avec des 
risques de pollution de surface par polymerisation de la colle: « blooming »). 

is A I'inverse, il a 6te constate qu'une temperature et une hygrometrie trop 
elev6es conduisaient a une polymerisation trop rapide de la colle, ce qui 
entrainaient tfune part Sgalement des risques de decollage, et avait d'autre 
part I'inconvenient de salir et de boucher une aiguille utilisee dans les 
moyens de dispense de colle. En outre, il a egalement 6t6 constate qu'une 

20 hygrometrie trop faible entrainait des risques d'6lectricite statique. 
L'electricite statique a I'inconvenient d'attirer fortement des gouttes de colle 
cyanocrylate qui peuvent'se deposer au hasard et generer des defauts. 

Selon une caracteristique preferee du precede de Tinvention, la colle 
est depos6e sous forme d'au moins cinq points de colle, au moins un point 

25 central constituS par une goutte de poids compris entre 0,002 et 0,004 
gramme et au moins quatre points latSraux, chaque point lateral etant 
constitue d'une goutte de colle de poids compris entre 0,0005 et 0,0015 
gramme. Ces valeurs permettent un bon maintien du module jusqu'a I'etape 
de pressage. 

30 Dans I'exemple, on a obtenu un maintien optimal avec uniquement 

cinq points et une quantite correspondant sensiblement a un poids de 0,003 
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gramme pour le point central, et a environ 0,001 gramme pour chaque point 
lateral. 

La depose sous forme de point est preferee par rapport a une 
depose sous forme de cordon pour une plus grande facility de mise en 

5 oeuvre £ echelle industrielle a cadence elevee. Le nombre de cinq ainsi 
qu'un trace particulier et prefere pour des points de code permettent 
d'assurer une bonne adherence du module. Un nombre de points egal a cinq 
est egalement plus commode et rapide a mettre en oeuvre compte tenu de 
la quantite totale de code a dispenser. 

10 Un exemple de trace optimal est illustr§ a la figure 5. II com port e un 

point 11a dit central dans le logement de la pastille, et quatre autres points 
12a d 15a dits lateraux situes dans le logement des plages de contact et 
dans les angles du rectangle representant schematiquement la cavite. 
D'autres traces de point de colle sont 6gaiement possibles. 

15 On va maintenant decrire les etapes du procede en reference £ un 

exemple de mise en oeuvre tel qu'illustre aux figures 7 a 1 1 . 

Dans I' exemple, les figures 7 a 1 1 peuvent representer aussi bien 
des etapes du procede que des postes operatoires successifs d'une 
installation telle que decrite infra. 

20 A un premier poste (figure 7) et selon une premiere 6tape a), on 

depose d'abord une goutte de colle 11b au centre de la cavite a I'aide de 
moyens de dispense 16, puis on transfere la carte au poste suivant 
(figure 8). 

A ce poste et selon une deux id me etape b), on depose quatre 
25 gouttes de colle cyanocrylate 12b a 14b dites laterales dans les quatre 
angles de I'evidement superieur a I'aide d'autres moyens de dispense 17 et 
18, et la carte est transferee a un poste dit d'insertion (figure 9). 

Au poste d'insertion, selon une autre etape du procede c) t on vient 
inserer un module electronique 5, a I'aide de moyens d'insertion 19 et en 
30 exer^ant une legere pression dite d'insertion. Le temps d'insertion est dans 
cet exemple a egal a 300 ms. 
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On obtient un meilleur maintien avec un temps d'insertion superieur 
par exemple egal £ 500 ms. Puis, la carte est transferee au poste de 
pressage (figure 10) ou (selon une alternative pr6f6r6e : figure 11). 

Au poste de pressage (figure 10) , selon une autre 6tape du proc6d6 
5 d), on vient pressor les moyens de collage en appliquant une force 6gale a 
environ 34 daN pendant une duree de 22 secondes £ I'aide de moyens 
presseurs agissant sur toute la surface du module. 

Selon ('alternative preferee (figure 1 1 ) et une autre caracteristique du 
procede, on effectue le pressage uniquement sur la peripheric des plages de 
10 contact, ce qui a pour avantage de presser convenablement la colle sans 
risquer d'introduire des contraintes mecaniques qui pourraient endommager 
la pastille semi-conductrice ou des fits de raccordements. Oes moyens 
presseurs utilisables sont decrits infra a la figure 12. 

Comme dej£ explique prec6demment, le bossage d'enrobage 10 
15 peut en effet avoir des 6paisseurs I6g6rement variables. Or dans des cas 
extremes, le bossage peut venir en butee contre le fond de la cavite et creer 
de ce fait un point central du module l§gerement plus eleve que tes plages 
de contact qui, elles, affleurent la surface du corps de carte. De telles 
configurations frdquemment rencontrees dans une fabrication industrielle 
20 interdisent d'appliquf r ia pression ndcessaire a un collage de bonne quality. 

Dans I' exemple, une force de 34 daN a ete repartie uniquement sur 
la zone p^ripherique des plages de contact qui prend appui sur le premier 
evidement. 

A Tetape suivante, la carte est evacuee, ce qui termine Toperation 
25 d'encartage. 

Selon une autre caracteristique du procede, celui-ci comprend une 
etape dans laquelle on traite la surface du module de maniere a activer la 
polymerisation de la colle lorsque celle-ci vient au contact du module. 

D'autres traitements connus de I'homme du metier peuvent etre 
30 egalement utilises. 
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95 «, a permis d'obtenir de bons resultats d'activation. 

Ration de ,a eo»e au contact du po*imide passe a * 
JL ar.mcieue.nen, des points daccrochage qu, vent pernio 
^aintenirie moo* encore p*s en position au cours de son transfer. 
ur *«e sur d** — ™- - 

d'adherence. En eftet, IAB5 a un co h 

, L'ABS stocke des molecules d'eau en surface, tandis que 
po^de. LAK , *T tweneur L'eau etant un parame.re influent 

aus^i bon sur le modu* que sur ,a carte. mfee ^ 

Onvamaintenantdecrireunexempled«tstallat.onp 

^Is.* . -ence du proc** — — en 

» reference a la figure 13 d . aD provisionnement en 

Ltet a,«on comporte des moyens 2, dap^r 
cartes pour foumir une pluralite de corps de cartes, y 

j , , 9i 53 nour foumir une pluralite de 
tfapprovisionnemen. en modules 22, 23 pour 

roodute s,un premier poste 24 de dispense d« °"« * « 
J0 moy ens 24b de dispense component une a^ 16. un ctou 
de dispense de quatre gout.es de colle equipe de moyens 
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comportant deux aiguilles 17 et 18, un poste 26 cfinsertion du module 
equips de moyens d'insertion 26b, des postes de pressage 27 6quip6s de 
moyens presseurs disposes en periph6rie d'un carrousel 28 ou les cartes 
peuvent sojourner le temps du pressage, des moyens 29 de ddcoupe et de 
5 transfert des modules vers le poste d'insertion, des moyens 30 de mouillage 
a I'aicool le cas 6ch6ant, puis des moyens d'6vacuation 31. installation 
comprend 6galement une enceinte a atmosphere contrdl6e en temperature 
et hygrometrie (non representee). 

Les moyens d'approvisionnement de modules sont constitu6s par 

10 deux bobines, une premiere bobine 22 chargee d'un film 6b portant les 
modules et une seconde bobine 23 portant un film depourvu de modules, 
Tune se deroulant pendant que I'autre s J enroule. Le film passe 
successivement par les moyens 30 de mouillage a I'aicool decrits ci-aprds et 
par les moyens de d6coupe du module 29. 

is Les modules sont extraits de ce film par les moyens de decoupe et 

conduits £ I'aide des moyens de transfert vers le poste d'insertion ou ils sont 
ins6n§s de manure centre dans la cavity de chaque carte. 

Les moyens 30 de mouillage a I'aicool de la surface inferieure du 
module sont constitues dans cet exemple, par une sponge 30 plongeant 

20 dans un bain 33 d'alcool ethylique contenu dans un recipient. L'6ponge est 
maintenue en permanence au contact du film d 1 alimentation en module. 

Les aiguilles des moyens de dispense de la colle sont mobiles 
verticalement et transversalement. 

Chaque poste de pressage 27 est muni de moyens presseurs 27a, 

25 comportant une extremite 20a (figure 12) qui vient en contact du module. 
Afin de mettre en oeuvre le pressage conformement au procede, cette 
extremite est munie d'un blanchet 20b troue au centre permettant d'exercer 
la pression uniquement en peripherie du module. Le blanchet est en une 
matiere apte a repartir la pression sans alterer les plages de contact par 

30 exemple un elastomere et possede une forme rectangulaire correspondant a 
la forme du module. 
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Fonctionnement. 

Lorsqu'une carte arrive en position a chaque poste de dispense, les 
aiguilles se positionnent au dessus de I'endroit des points de colle 
correspondent au trace prevu (figure 5), descendent a proximity de la 
5 surface de la cavitd et un systeme de contrdle (non represent^) commande 
la delivrance des quantites de colle predeterminees; ensuite, les aiguilles 
remontent de maniere a rompre un fil de colle residue! qui a tendance £ 
s'accrocher a I'aiguille et se remettent en position d'attente de la carte 
suivante. Elles sont r6glees de maniere a permettre une descente, dispense, 
10 et remontee en 1 , 5 secondes. 

Ensuite, les cartes sont transferees au poste d'insertion ou elles 
regoivent un module, le temps d'insertion etant de 500 ms. 

Ensuite, les cartes sont transferees au poste de pressage ou le 
module est presse contre le corps de carte, la force appliquee dtant de 34 
15 daN. Elles s6journent 22 secondes sur le carrousel, puis elles sont 6ject6es 
au poste suivant. 

A la sortie du carrousel, les cartes sont 6ventuellement testdes et 
dvacuees vers les moyens d'6vacuation 31. 

Des moyens de deplacement des cartes d'un poste d Tautre sont 
20 mecanises de maniere a permettre une cadence 6gale a au moins 1500 
cartes a I'heure. 
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REVINDICATIONS 

1. Precede de realisation de cartes a module electronique du type 
consistent a foumir un corps de carte muni d'une cavite, un module 
electronique de dimensions correspondant a ladite cavite, une colle de type 
cyanocrylate, et comportant des etapes selon lesquelles on depose ladite 
colle dans ladite cavite, on Insere ledit module dans la cavite dans une 
position sensiblement centree et on presse ladite colle entre la carte et le 
module caracterise en ce que : 

- ladite colle est deposee en une quantite permettant de couvrir une 
surface de collage comprise entre 50 et 100 % de la surface de ladite cavite, 
apres pressage, sous une temperature comprise entre 15 et 30°C et un taux 
hygrometrique compris entre 50 et 75%. 

2. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite 
surface de collage est comprise entre 60 et 80 %, la temperature comprise 

entre18et24°C. 

3. Precede selon la revendication 2, caracterise en ce que la dite 
surface de collage est egale a environ 70 %, la temperature a environ 20 'C 
et le taux hygrometrique a environ 55 %. 

4. Precede selon la revendication 1 , caracterise en ce qu'il 
comporte une etape consistant a mouiller la surface inferieure du module a 
I'alcool prealablement a son insertion dans ladite cavite ou son contact avec 
la colle 

5. Precede selon la revendication 1 , caracterise en ce qu'il 
comporte une etape consistant a deposer la colle sous forme d'au moins 
cinq points de colle, un point central constitue par une goutte dite centrale de 
poids compris entre 0,002 et 0,004 gramme, et au moins quatre points 
lateraux, chaque point lateral etant constitue d'une goutte de colle dite 
laterale de poids compris entre 0,0005 et 0,001 5 gramme. 
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6. Proced6 selon la revendication 5, caract6ris6 en ce que les poids 
de la goutte centrale et de chaque goutte Iat6rale sont respectivement egaux 
a environ 0,003 et 0,001 gramme. 

7. Proc6d6 selon la revendication 5, caract6ris6 en ce que Ton 
5 depose les quatre points de code apres le depdt du point de colle central et 

juste avant insertion du module. 

8. Proc6de selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracteris6 en ce que Con exerce le pressage par Tinterrnddiaire d'un 
blanchet comportant un trou central, que Ton dispose entre le module et les 

10 moyens presseurs. 

9. Procdde selon la revendication 8, caracterise en ce que Con 
utilise des moyens presseurs ayant un blanchet troue au centre. 

10. Procdde selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que I' insertion est effectu&e en un laps temps 

15 compris entre 300 et 600 ms. 

11. Proced6 selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la colle cyanocrylate possede un temps 
d'ouverture compris entre environ 30 et 60 secondes. 

12. Carte obtenue par la mise en oeuvre du precede selon Tune 
20 quelconque des revenc Rations 1 a 1 1 . 
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